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Mehrlagige Graphene-Schichten, wie sie
fiir kiinftige Elektronikanwendungen
bendtigt werden, konnten KIT-Forscher
mithilfe metallischer Katalisatoren aus
atmosphérischem CO, erzeugen
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Hochste
Qualititsstandards fiir
Aerospace & Defense
durch AS9100 Rev C

Zertifizierung

Leiterplattenhersteller aus der Luft- &
Raumfahrtindustrie und Verteidigungstechnik
setzen ihr Vertrauen auf Ventec's AS9100

Rev C-akkreditierte Lieferkette fir
hochzuverlassige Basismaterialien und
Prepregs. Von der Herstellung bis zur
Lieferung ist unser gesamtes qualitativ
hochwertiges Produktportfolio von Polyimiden,
FR4 und unserer ‘tec-speed’ Serie von High-
Speed/Low-Loss Materialien abgedeckt.
Ventec - |hr strategischer Partner fir [hre
sicherheitskritische Lieferkette!
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T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact@ventec-europe.com
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Titelbild

Das Ingenieurbiiro Markus Cieluch GbR présentiert sich
als Leiterplatten Layout Service. Mit iiber 20 Jahren
Layout-Erfahrung kennt es alle Anforderungen aus
dem kommerziellen, medizinischen und ebenso

aus dem militérischen und dem Luftfahrt-Bereich.

GroBe Erfahrung gibt es auch in der Hochspannung, mit
Schaltreglern und High-Speed Anwendungen. Im Bereich
Leiterplatten-Design wird ein Vor-Ort Service angeboten,
der auch International genutzt werden kann.

Weitere Informationen: www.cieluch.de

Die Fachzeitschrift PLUS
ist das Organ folgender

Fachverbdnde:
e Fachverband Bauelemente W
&N Distribution e. V.

FBDIH s

Bauelemente Distribution e.\.

Tel. +49 8563 9788908 1173
a.falke@fbdi.de, www.fbdi.de J

FEUV

Fachverband fir Design,
Leiterplatten- & Elektronikfertigung

Fachverband Elektronik-Design e. V. W
Tel. +49 30 340 60 30 50 1187
info@fed.de, www.fed.de J

CD

The European
Electronics Assacla(mn

EIPC - Der Europaische
Elektronik-Verband

Tel. +31 46 4264258
WWW.€ipc.org

1196

ZVEl:

Die Elektroindustrie

ZVEI:

Die Elektroindustrie

Fachverband Electronic
Components and Systems

Tel. +49 69 6302-276 bzw. -251
zvei-be@zvei.org, www.zvei.org

Fachverband PCB 1202

and Electronic Systems
Tel. +49 69 6302-437
PCB-ES@zvei.org, www.zvei.org

%Z’TS CH&Pé)

INTERNATIONAL
MICROELECTRONICS

AND PACKAGING SOCIETY -
Deutschland e. V.

Tel. +49 3677 69-3381
martin.schneider-ramelow@imaps.de
www.imaps.de

1214

Il“w”

Forschungsvereinigung l
Raumliche Elektronische
Baugruppen 3-DMID e. V. 1223
Tel. +49 911 5302-9100

info@3dmid.de, www.3dmid.de J

DVS - Deutscher Verband ‘
flr SchweiBen und

verwandte Verfahren e. V.
Tel. +49 211 1591-0 1246
michael.weinreich@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de

1140 PLUS 8/2019



